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オンチップオープンスタブ 

図 1にオープンスタブの構造を示す。線路はマイクロストリップ線路であり、他の規範問題にて特性

を評価している。導体の導電率は全て 2.5 x 10
7 

S/mである。図 2にチップ写真を示す。図 3に Sパラ

メータの実測値を示す。結果はディエンベディングを行い、図 1のポートに参照面を変換している。ポ

ートのマイクロストリップ線路(MSL)のシグナル(S)の線路幅は 10 mである。特性インピーダンスは約

50Ωである。 

 

図 2のチップ写真のように、実際には S の左右に 20 mの間隔を空けて、グランド(G)の壁が存在す

る。（これは、スタブ部分ではモデル化しなくても影響がないはずである。理由は線路が CPW モードで

はなく、MSLモードで動作しているからである） 

 

GSGパッドの構造は[1]を参照されたい。Sはトップメタルのみで作成されており、G はファーストメ

タルからトップメタルまでビアで接続された構造をしている。複雑なモデルであるが、全部を金属ブロ

ックでモデル化しても、結果への影響は少ないはずである。 
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図 1 オープンスタブの構造 

 

 

 
図 2 オープンスタブのチップ写真 
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(a) S11 and S22 
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(b) S12 and S21 

図 3 オープンスタブの Sパラメータ(ディエンベディング後, ポートの定義は図 1参照) 
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